Los investigadores doctor-ingeniero Alfon-

so Chacén Rodriguez e ingeniero Roberto
Pereira Arroyo, de la Escuela de Ingenieria
Electrénica del Instituto Tecnoldgico de
Costa Rica (TEC), han sido incluidos en el
equipo de investigacién internacional que
llevard a cabo el proyecto de desarrollo de
“Computacién no lineal, filtrado y fusion
de datos sobre circuitos integrados 3D de
gigaescala para aplicaciones en robética de
campo industrial”.

Este proyecto, que tiene una duracién de
cuatro afios, es financiado por el Ministerio
de Ciencia, Tecnologfa e Innovacién Pro-
ductiva de la Republica Argentina, y cuen-
ta con la participacién de especialistas de la
Universidad Nacional del Sur en Argentina,
la Universidad de Sydney, la Universidad de
Maryland y la Universidad Johns Hopkins.
El proyecto es dirigido por el Dr. Pedro
Julidn, premio Bernardo Houssay en Inge-
nierfa 2009 de Argentina, investigador de la
Universidad Nacional del Sur e investigador
invitado en la Universidad Johns Hopkins.
Ademds, cuenta entre sus investigadores al
Dr. Andreas Andreou, fellow del IEEE (Insti-
tute of Electrical and Electronics Engineers)
y profesor catedrético en Johns Hopkins.

Circuitos integrados complejos en gigaes-
cala

El proyecto busca realizar circuitos integra-
dos (IC) complejos en gigaescala (con mi-
les de millones de transistores) en una tec-
nologia novedosa en tres dimensiones (3D)

Los investigadores de la Escuela de Ingenieria Electrénica del TEC, Roberto Pereira (al fondo) y Alfonso Chacén,
participardn en el proyecto en el desarrollo de las unidades de procesamiento aciistico integradas en CMOS.

desarrollada por IBM, para aplicaciones en
robdtica industrial de campo: en particular,
la localizaciéon de recursos en ambientes rea-
les industriales donde unidades auténomas
y personas deben interactuar de manera efi-
ciente y segura, tal como minas a cielo abier-
to o instalaciones portuarias de alto trfico,
donde se debe regular el trinsito de maqui-
naria pesada y liviana, camiones, buques y
gruas, y decenas de personas.

Los IC en 3D permiten integrar varias obleas
de diferentes tipos de material, lo que signi-
fica que es posible integrar l6gica CMOS,
memorias DRAM y procesos mixtos para
realizar computacién masiva (gigabytes a
velocidades de gigahertz) en un solo circui-
to integrado. Estas capacidades permitirdn
precisamente facilitar el traslado de las fun-
ciones complejas antes mencionadas —que en
la actualidad deben realizarse sobre sistemas
computacionales estindar— a una unidad
portétil que puede llevar una persona.

Los investigadores del TEC trabajardn en el
desarrollo de las unidades de procesamiento
actstico integradas en CMOS, aprovechan-
do la experiencia del doctor Chacén Rodri-
guez en esta drea en su trabajo doctoral y
que ha sido descrita en varias publicaciones
indexadas SCI. Ademds, el ingeniero Pereira
aplicard la experiencia de su tesis doctoral en
curso dentro del Doctorado en Ciencias Na-

turales para el Desarrollo (DOCINADE),
en la utilizacién de algoritmos genéticos de
optimizacién para el desarrollo de circuitos
CMOS.

Como actividad inicial de este proyecto, el
doctor Chacén Rodriguez ha sido invitado
a dar una charla en enero por parte de la So-
ciedad de Circuitos y Sistemas de la IEEE
en Buenos Aires, sobre las experiencias de-
sarrolladas en el TEC, en el laboratorio de
disefio de circuitos integrados (DCILab), en
el diseno y prueba de procesadores de audio
de muy bajo consumo aplicados a la monito-
rizacién ambiental, como parte del proyecto
de investigacién inscrito en la Vicerrectoria
de Investigacion y Extension del TEC, a su
cargo. ||
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